
Folie 1AK Design Chain 18. März 2019 -22.01.2020   Siemens, München

AK Design Chain

Idee, Konzept

Produkt-

Entwicklung

Leiterplatten-

herstellung

Baugruppen-

produktion

Life Cycle 

Management

Arnold Wiemers
ILFA GmbH

LeiterplattenAkademie GmbH

"Die Leiterplatte 2010"

…das Projekt



Folie 2AK Design Chain 18. März 2019 -
Bildquelle: ZVEI  Flyer AK Design Chain

Vorwort

Das Projekt "Die Leiterplatte 2010" wurde im Jahr 

2008 auf den Weg gebracht.

Konstrukteur der "Leiterplatte 2010" war/ist Herr 

Gerhard Eigelsreiter, Fa. Unitel, aus Graz.

Die Schaltpläne, CAD-Daten, Gerber-Files und 

mechanischen Konstruktionsvorgaben wurden 

komplett in der ElektronikPraxis veröffentlicht und 

es gab damals zwei ganztägige Fachtagungen.

Die Leiterplatte 2010 …das Projekt
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CAD-Layout                                                                

Leiterplatte                                                              

Baugruppe

Die "Leiterplatte 2010" war/ist eine FPGA-gesteuerte Highspeed-CPU

mit der Aufgabe, hohe Datenvolumina zuverlässig zu verarbeiten. 

Bildquelle  Arnold Wiemers

Die Leiterplatte 2010 …das Projekt
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Schaltplankonstruktion

Die Planung elektronischer 

Baugruppen hat bereits auf 

dem Level der Schaltplan-

erstellung einen sehr hohen 

Anspruch zu erfüllen.

Ein CAD-System muß die 

gestellten Anforderungen 

begleiten und kontrollieren.

Die Leiterplatte muß die 

physikalischen Aufgaben 

erfüllen.

Die Baugruppe muß die 

Funktion gewährleisten.
Bildquelle  Arnold Wiemers

Die Leiterplatte 2010 …das Projekt
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CAD-Design

Das Erstellung eines Layouts 

am CAD-System vermittelt 

zwischen der virtuellen Welt 

des Designs und der realen 

Welt der Produktion.

Das Layout muß die Funktion 

des Schaltplanes sowie die 

Fertigungsvorgaben für die 

Produktion der Leiterplatte 

und der Baugruppe beachten.

Die Anforderungen an den 

Designer/die Designerinnen 

nehmen zu.
Bildquelle  Arnold Wiemers

Die Leiterplatte 2010 …das Projekt
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Gewicht

Stabilität

Erwärmung
Belastbarkeit

Fläche

Spezifikation
Leistung

Entwärmung

Leiterplattenfertigung

Die mechanische Heraus-

forderung an die Fertigung 

von Leiterplatten hat deutlich 

zugenommen.

Minimale Viadurchmesser,

sequentielle Kontaktierungs-

strategien und hochlagige 

Multilayer sind Standard ge-

worden.

Impedanz- und Powerinte-

grität verlangen gleichzeitig 

zudem eine zuverlässige  

physikalische Funktion.
Bildquelle  Arnold Wiemers

Die Leiterplatte 2010 …das Projekt
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Baugruppenproduktion

Highspeed-Baugruppen sind ohne Kenntnis des vollständigen Weges, den das 

Produkt durchlaufen muß, und den Einflüssen, denen es dabei unterliegt, nicht 

mehr erfolgreich umsetzbar.              Die Ausbildung aller Menschen, die in 

diesen Bereichen arbeiten, muß deshalb komplett und fachlich fundiert sein.

Bildquelle  Rainer Taube, Taube Electronic

Die Leiterplatte 2010 …das Projekt
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Dokumentation der Eigen-

schaften einer Leiterplatte

Die Verarbeitung moderner 

elektronischer Baugruppen 

verlangt nach einer kom-

plexen Dokumentation der 

technischen und physika-

lischen Eigenschaften der 

Leiterplatte.

Nur dann ist die Produktion 

und die spätere Betriebs-

sicherheit einer Baugruppe 

zuverlässig vorhersagbar.

Bildquelle  Arnold Wiemers

Die Leiterplatte 2010 …das Projekt

Impedanz

Stromversorgung

Physik
Bestückbarkeit

Lötflächengeometrie

Logistik

Kühlung

EMV

Kosten

Bauteilverfügbarkeit



Folie 9AK Design Chain 18. März 2019 -

Also :

Eine Highspeed-Baugruppe 

aus alter Zeit…

Doch :

Noch ist die Physik die 

gleiche, wie damals.

Noch sind sehr viele Basis-

materialen, Bauformen und 

Fertigungsprozesse so, wie 

damals.

Aber :

Die Dinge ändern sich.
Bildquelle Arnold Wiemers

Die Leiterplatte 2010 …das Projekt
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Anhang
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Bildquelle: Arnold Wiemers

Arnold Wiemers

Nach naturwissenschaftlichem Studium ab 1980 selbstständig als 

Softwareentwickler für die Kalkulation, die Fertigungsabläufe und 

Fertigungsleitsteuerung von Leiterplatten.

Ab 1983 angestellter Geschäftsführer für den Fachbereich CAD 

der ILFA GmbH. In den 1990er Jahren Aufbau der CAM.

Ab 2000 Technologieberatung für komplexe Leiterplatten.

Seit 2009 Technischer Direktor der LeiterplattenAkademie GmbH.

Fachseminare zur Leiterplatten- und  Baugruppentechnologie. 

Mitarbeit am Schulungskonzept der entsprechenden Fachver-

bände. Aktives Mitglied im AK-Design des ZVEI.

Förderung der Ausbildung an Fach- und Hochschulen. 
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Kurzportrait: Ilfa

Branche Leiterplattenproduktion

Dienstleistungen Starre, flexible und starrflexible Leiterplatten / Ultra 

Thin Multilayer / Blind-, Buried-, Stacked Vias / Pluggen / Impedanzkontrol-

lierte Leiterbahnen / Mikrofeinstleiter bis 50 µm / Embedded Components / 

Integriertes Mikrokühlsystem (ILFACOOL) / HF- und Leistungstechnik / EMV 

gerechte Leiterplatten / Hybridmultilayer / Kantenmetallisierung / Elektro-

Optische Leiterplatten / Multilayer bis 32 Lagen / CAD-Design / Scan-

Service / Machbarkeitsanalyse / Bestückung (…über Partnerunternehmen)

Historie Das inhaber- und gründergeführte Unternehmen 

ILFA (~ Industrielle Leiterplattenfertigung aller Art) entwickelt und produziert 

seit über 37 Jahren Leiterplattentechnologie im High-Tech-Segment. 

Standorte Firmensitz 30559 Hannover Lohweg 3

Niederlassung 01723 Kesselsdorf Am Wüsteberg 3

Dresden 

Kennzahlen 18 Mio. € Umsatz / a            190 Mitarbeiter

Zertifizierungen DIN ISO EN 9001, DIN ISO EN 14001, DIN ISO EN 

50001 / UL CERTIFICATE / CERTIFIED COMPLIANCE TO IPC 6010-

SERIES & SM 840, IPC QL-653 und IPC A-600


